
苏州一行，时间虽短，收获却大，
让我们既振奋又充满紧迫感。

振奋之处在于，南方的企业对辽
宁的发展是关注的，也充分认可辽宁
在工业体系化和场景化牵引能力方
面的优势。紧迫感则来自无论是营
商理念还是对产业体系发展的认知
上，我们仍存在差距。

当地的企业家说到这样的情况：
一家辽宁来的招商代表团，态度很诚
恳，合作的意愿很迫切，但是，他们显
然准备不足，问的都是在网上就能找
到答案的问题，这样的交流很难深
入。即便他们对具体的项目比较了
解，但对上下游产业链没有规划，也
很难打动人。

今天的招商引资，投资者更看重
区域产业生态的完整性、产业链配套
的成熟度，以及地方政府对产业发展
的专业认知和精准服务能力。南方企
业之所以能快速发展、抱团成长，核心
就在于他们不仅聚焦单个项目的落
地，更注重产业链上下游的协同布局、
资源整合，让企业落地后能快速融入、
降低成本、实现共赢。而我们目前的招
商工作，常常还停留在“点对点”阶段，
对产业的理解不够深、布局不够远，专
业服务能力跟不上企业发展需求。

正如一位同行的企业家所说，苏
州之行，既是一次上课，也是一次补
课。上的是最前沿产业和技术的专业
课，补的是产业发展规律认知课、市场
化营商理念课、精准专业服务能力课。

唯有正视差距、补齐短板，才能
真正抓住机遇，让辽宁的产业优势转
化为发展优势。

说起“氮化镓”，许多人并不熟
悉，但说起速度越来越快、体积却越
发小巧的快充、续航与供电效率都在
不断提升的新能源汽车，大家都深有
体会，而营造这些日常生活中的幸福
感，新材料氮化镓起到了关键作用。

作为第三代半导体的核心材料
之一，氮化镓以其高功率密度、高频、
低能量损耗等特性，正在快速走向产
业应用的舞台。

“抢跑”新周期

当前，第三代半导体的发展已进
入规模化制造与生态构建的关键阶
段。说起第三代半导体，骆薇薇博士
和她创办的英诺赛科集团是绕不开
的话题。

在苏州市吴江汾湖半导体科技
产业园英诺赛科的厂区里，每分钟都
有氮化镓晶圆诞生。它们不仅悄然
推动着能源技术的革新，也将“氮化
镓”这一曾经陌生的材料带入公众的
视野。

英诺赛科苏州工厂的主建筑，是
一幢形似拱桥的白色大楼，楼体中
间，镶嵌着一面形如芯片晶圆的玻璃
幕墙。晨光中，大楼的影子倒映在河
水中，泛起耀眼的波光。简洁优雅的
建筑样式与静谧的氛围，让人很难把
这座大楼与全球产量最大的8英寸氮
化镓芯片生产线联系在一起。

2016年，骆薇薇博士敏锐地洞察
到，智能手机创新步入平台期，信息
化革命进入深化发展时期，未来，智
能化将成为新的核心驱动力。而算
力的增长，首先需要的就是指数级增
长的能源。许多行业观察都发现，在
过去20年，电力电子半导体架构几乎
停滞，传统硅基材料无法支撑智能化
时代的算力功耗。骆薇薇博士据此
判断，能源领域的半导体新材料将成
为未来的“风口”。与此同时，第三代
半导体材料氮化镓的产业化曙光初
现，全球首个6英寸硅基氮化镓平台
已获验证，技术可行性也没问题。

在这一背景下，英诺赛科作出了
一个至关重要的决定——“抢跑”新
周期。跳过行业主流的6英寸芯片工
艺，直接攻关成本更低、技术含量更
高的8英寸硅基氮化镓芯片的全产业
链技术，重新定义未来。

这无疑是一次闯入“无人区”的
冒险，行业内外质疑声不断，他们普
遍认为中国半导体技术只能跟随。
然而，英诺赛科研发团队坚信，若选
择跟随，将永远失去“抢跑”机会。

艰辛的技术攻坚随之开始。从
氮化镓芯片设计到外延生长、制造封
测，他们建立起完整的垂直整合能
力，并借助一体化研发优势，反复调
试数百项工艺参数，逐步实现了全产
业链技术的自主可控。

在产能建设方面，企业遵循了审
慎的“小步快跑”策略。2019年，珠海
工厂率先投产，完成了工艺的初步验
证与稳定。2021年，苏州8英寸氮化
镓量产线正式运行，企业跨过了大规
模制造的门槛，进入产能爬升阶段。
2025年，氮化镓产品出货量超过20亿
颗，良率稳居行业前列，完成了从技术
追赶到局部引领的跨越。这些指甲盖
大小的芯片，已悄然嵌入全球众多高
效电源、数据中心与新能源汽车的核
心。昔日的“无人区”，在英诺赛科的
努力下被打造成通向未来的新航道。

从8英寸晶圆开始的故事

“这就是我们故事的起点——8
英寸硅基氮化镓晶圆。”英诺赛科公
司产品的展厅里，陪同的技术人员手
指的方向放着一片直径约20厘米、泛
着金属光泽的圆形薄片，看起来并不
起眼，用手机摄像头对准，放大观察，
发现其光洁如镜的表面竟然密布着
数以万计的微小芯片结构。每一片
这样的晶圆，经过几十道精密工序
后，最终会变成一颗颗氮化镓芯片。

展柜中还陈列着石英砂、多晶
硅、晶棒、晶圆片，清晰地勾勒出氮
化镓芯片的“来时路”。“很多人好
奇，氮化镓到底强在哪里？”技术人
员拿起两个并排放着的笔记本电脑
电源适配器：一个采用传统
硅基方案，体积厚重，
仅比砖块小一些；另一
个采用氮化镓方案，体
积仅为前者一半，功率
却更高。“这些因采用氮
化镓芯片而变得更小、
更轻巧、更节能的消费
电子产品，就是普通消
费者最直接感受到的

‘小体积、大功率’。”技
术人员说。

要读懂氮化镓，首
先要从分清半导体材料
开始。第一代半导体以
硅为核心，可以简单理
解为半导体中的“基础
款”。我们日常用的普
通电子设备都有他们的
身影，但在面对高压、高
频 、高 效 的 应 用 需 求
时，其性能已接近物理
极限。

两相对比，第三代
半导体材料的优势一目了
然。传统硅材料如同一条服役
多年的“老旧国道”，电子在其中的迁
移速度慢、阻力大，且路面本身不耐
高压与高温。当需要传输更大功率
的电流时，为了处理随之增大的电流
和热量，硅基器件不得不把“车道”修
得很宽，这直接导致了设备体
积的笨重和功能效率的
瓶颈。而氮化镓
则构建了一

条全新的“超高速轨道”。技术人员
进一步解释，氮化镓材料具有极高的
电子迁移率和击穿电场强度。这意
味着，电子在氮化镓材料中运动的速
度更快、阻力更小，同时材料本身能

承受更高的电压。因此，实现相同功
能，氮化镓芯片的体积比硅基芯片缩
小数倍，开关速度却提升百倍。而开
关速度越快，电能转换损耗就越低，
发热也随之减少——这正是“小体
积、大功率”背后的物理根源。

氮化镓芯片的这一特性，在人工
智能时代显得尤为重要。展厅中，一
个电力换算表格上写着，训练一次
ChatGPT 需要消耗 19.5 万千瓦时电
力，相当于一个普通中国家庭150年
的用电量，而支撑大模型的超级计算
机集群，耗电量足以点亮一座城市。
可见，算力暴增对供电系统的效率、
密度和稳定性提出了空前挑战。

人工智能时代，如果把算力比作
“大脑”，那么供电就是“血液循环系

统”。没有良好的供能，再强
大的大脑也无法满负

荷运转。

氮化镓芯片耐高温、耐高压和能
够高频开关的特性，极大提升了数据
中心电源的转换效率与功率密度，从
能源底层为算力的满负荷运转提供
了坚实基石，也为大模型训练、智能
计算、自动驾驶等人工智能应用的落
地提供了核心能源支撑。

不止于AI，氮化镓的能量正渗透
至能源电力产业的各个环节。在光
伏与储能领域，它能提升逆变器的转
换效率，优化电池的充放电管理；在
新能源汽车中，应用于车载电源、电
机控制器及充电桩的氮化镓芯片，能
有效提升整车能效，缩短充电时间，
直击续航与充电体验的痛点。

离开展厅，那片8英寸晶圆的影
像依然清晰。它承载的，是通往更高
效未来的数千种可能。从手中的智
能手机，到公路上飞驰的电动汽车，
一场由氮化镓驱动的能效变革已然
展开。它不发出声响，却支撑起一个
更加智能且更可持续发展的世界。

扑面而来的学习热度

“我直说了，大连有没有机会融
入公司产业链生态？”

“大连如果研发 12 英寸晶圆产
线，相关配套设备是否有合作可能？”

记者到访英诺赛科当日，恰逢大
连企业代表组团前来交流学习。会议
室内讨论声此起彼伏，问题直接而迫
切。这股扑面而来的学习热度，清晰
地传递出辽宁在产业升级窗口期的紧
迫感与行动力。这不仅是企业与地区
间的对话，更映射出辽宁在第三代半
导体这一战略赛道上，寻求从“装备支
撑”向“生态融入”跃升的强烈意愿。

作为国内集成电路装备制造产
业的重要一极，辽宁近年来呈现出

“向第三代半导体加速布局”的格
局。以拓荆科技、芯源微为代表的核
心企业，其薄膜沉积、涂胶显影等设
备，凭借广泛的工艺适配性和经过市
场长期验证的可靠性，已在第二代半
导体制造中形成了稳定的营收基本
盘。这构成了辽宁参与更前沿竞赛
的底气，同时也意味着，向第三代半
导体的拓展，将成为辽宁培育新增长
曲线的必然选择。

事实上，在氮化镓的完整产业链
中，辽宁并非旁观者。从最初的衬底
准备，到核心的外延生长与前道制

造，再到后端的测试封装，辽宁的一
批装备制造企业正以关键设备、核心
部件及成套解决方案的形式，深度嵌
入其中。

芯片制造，始于一张极致干净的
“画布”，即衬底。在这一环节，芯源
微的清洗设备为材料的洁净度打下
基础。在决定芯片性能的光刻、刻
蚀、沉积等前道核心工艺中，辽宁企
业的角色更为关键：芯源微的涂胶显
影设备是绘制电路蓝图的起点；拓荆
科技的薄膜沉积设备则以原子级精
度为芯片披上各类功能“外衣”。一
个支撑产业自主可控的“隐形军团”
已然成形。

然而，只有深度嵌入产业链还远
远不够，相比于苏州等第三代半导体
生态布局完善的长三角地区，辽宁在
芯片设计、创投资本活跃度、终端应
用场景及高端人才集聚等方面，仍存
在差距。客观上的差距，恰恰定义了
辽宁当下参与产业分工的务实路径
与独特价值——不求大而全，依托深
厚的高端装备制造业产业根基，在第
三代半导体产业链中牢牢锚定“核心
装备与关键部件供应商”定位。

同时，苏州的产业生态为辽宁提
供了一面镜子，也指明了一种可能。
在长三角，尤其是苏州，围绕半导体
龙头企业已自然生长出一个充满活
力的“雨林生态”。这里不仅有芯片
制造工厂，更聚集了从EDA软件、芯
片设计到封装测试、设备材料，以及
活跃的风险投资、专业中介服务机构
在内的完整群落。一位工程师的创
新想法，可以很快找到设计工具、流
片渠道、验证平台乃至初创资金的支
持，形成“想法—产品—商业”的快速
循环。对于辽宁而言，完全复制这条
路径或许不易，但其逻辑值得深思。

展望未来，辽宁的优势在于“硬”
的装备制造，突破口或许在于“软”的
生态连接。这要求辽宁在巩固高端
装备制造核心能力的同时，更主动地
融入开放、协同的产业网络。以自身
坚实的制造能力为锚点，积极参与到
从技术研发到场景应用的全链条创
新循环，将单点的装备优势，转化为
难以替代的系统性价值。

这条路，正是辽宁集成电路装备
制造产业在新一轮浪潮中，将“制造
基石”转化为活跃产业生态的开端。

（本版图片除署名外由本报记者
白昊摄）
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世界级的氮化镓芯片工厂如何炼成
——探访英诺赛科（苏州）半导体有限公司

本报记者 白 昊

内容
提要

2月2日，省委理论学习中心组召开专题学习会，围绕半导体产业高质量发
展开展专题学习，并邀请英诺赛科集团董事长骆薇薇和首席执行官吴金刚博士
作专题辅导报告。这释放出清晰的信号，科技前沿的产业脉动，正受到辽宁的高
度关注。

2月9日，记者来到位于苏州的英诺赛科半导体有限公司，探秘这座世界级
的氮化镓芯片工厂是如何炼成的，底层技术的革新将如何带动产业变革，面对新
兴产业，辽宁又将如何落子等问题，近距离观察这家企业的同时，也在产业风口
中寻找辽宁的机遇。

■ 采访手记

晶圆是由半导体材料制成的、圆形又平
整的薄片，是制作芯片的基础材料。我们平时
听到的6英寸、8英寸，指的是这个薄片的直径。

在生产过程中，工程师会在一整片晶圆上同时制造出成百上千
个一模一样的电路结构。等所有工艺完成后，再把这片晶圆按需求
切割成一颗颗更小的方块，每一个小方块，就是我们所说的芯片。

6英寸晶圆，直径约15厘米，像个小碟子那么大，主要用来做电
源芯片、功率器件、传感器等不追求特别先进制程的芯片。8英寸晶
圆，直径约20厘米，面积大约是6英寸晶圆的1.8倍。目前，广泛应
用于汽车电子、电源管理、功率器件显示驱动、传感器等领域。

简单来说，晶圆是芯片的“母体”，芯片是从晶圆上切割下来的成
品。晶圆越大，同一批次能生产的芯片就越多，生产成本也就越低。

芯片和晶圆是什么关系

英诺赛科公司生产的8英寸晶圆。

英诺赛科展厅中的“科技之树”，
直观呈现了技术的全产业链布局与
第三代半导体的创新实力。

英诺赛科苏州厂区俯瞰图。（受访者供图）

晶圆尺寸和
纳米是什么关系

晶圆尺寸和纳米制程是半导
体制造领域中两个极为关键的概
念，它们之间存在着复杂且紧密的
联系。

晶圆尺寸指的是基底直径大
小，常见的有6英寸、8英寸等。纳
米制程则是衡量芯片制造工艺精度
的指标，比如 5 纳米、3 纳米制程
等。这两者一个侧重于基础材料的
规格，一个聚焦于芯片制造的精细
程度。

二者相辅相成：更大的晶圆能
摊薄先进纳米工艺的高昂成本，而
纳米工艺的不断微缩又推动晶圆向
更大尺寸发展以提升经济效益。

上课和补课
白 昊


